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(57) Abstract: The invention relates to a method and a device for combining substrates to form an optical data carrier, said method
and device permitting the optical data carrier to be slightly bent in a simple, cost-effective manner. The invention relates in particular
to a method, according to which two substrates (1, 2) are combined using an adhesive layer (4) consisting of a non-cured liquid
adhesive and lying between said substrates. One of the two substrates is then heated in such a way that it expands and the adhesive
layer between the substrates is subsequently cured, before the heated substrate has cooled significantly. The invention also relates to

@\ a method, according to which one of the two substrates (1, 2) is heated in such a way that it expands and the two substrates are then
Q\ combined using an adhesive layer (4), in particular in the form of an adhesive film, lying between said substrates.

& (57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Zusammenfiigen von Substraten zu einem
1, optischen Datentréger, das bzw. die eine leichte Biegung des optischen Datenftrégers auf einfache und kostengiinstige Weise ermog-
& licht. Insbesondere wird ein Verfahren beschrieben bei dem zwei Substrate (1, 2) mit einer dazwischen befindlichen, Kleberschicht
& (4) aus einem nicht ausgehirteten Fliissigkleber zusammengefiigt werden, eines der beiden Substrate derart erwirmt wird, dass es
N ich ausdehnt und anschliessend die zwischen den Substraten befindlichen Kleberschicht ausgehértet wird, bevor das erwdrmte Sub-

strat wesentlich abkiihlt. Auch wird ein Verfahren beschrieben, bei dem eines der beiden Substrate (1, 2) derart erwdrmt wird, dass
a es sich ausdehnt und die zwei Substrate anschliessend mit einer dazwischen befindlichen Kleberschicht (4), insbesondere in Form

einer Kleberfolie zusammengefiigt werden.
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Verfahren und Vorrichtung zum Zusammenfiigen von Substraten

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren und eine Vorrichtung
zum Zusammenfiigen von Substraten zu einem optischen Datentrager.

Bei der Herstellung optischer Datentrager, wie beispielsweise DVDs, ist es
bekannt, zwei in der Regel aus Polycarbonat bestehende Substrate mit einer
dazwischen befindlichen Kleberschicht zusammenzubringen. AnschlieRend
wird die Kleberschicht ausgehartet, um die zwei Substrate fest miteinander zu
verbinden, die somit den optischen Datentrager bilden.

Um die Ablenkung eines Laserstrahls von einer Ausleseflache einzustellen, ist
es ferner bekannt, den optischen Datentrager wahrend der Herstellung leicht
zu biegen bzw. eine Biegung zu induzieren. Dies wurde in der Vergangenheit
beispielsweise dadurch erreicht, dass nach dem Zusammenfiigen der beiden
Substrate und vor dem Aushérten einer dazwischen befindlichen Kleber-
schicht eines der Substrate mittels gekihlter Druckluft gekuhit wurde, und die
Kleberschicht anschlieend rasch ausgehéartet wurde.

Eine Kiuhlung eines Substrats ist beispielsweise aus der US 6355129 B1 be-
kannt, wobei die Kihlung in diesem Fall vorgesehen ist, eine Erwdrmung des
zuvor gekuhiten Substrates wahrend einer AnschlieBenden Aushartung eines

Klebers zu kompensieren.

Fur die Erzeugung der Druckluft zur Kithlung ist ein relativ hoher Energieauf-
wand notwendig und die Kihlung erfolgt relativ langsam. Eine Anwendung

des Kuhlverfahrens unter Vakuumbedingungen ist ebenfalls nicht méglich.

Ausgehend von dem oben genannten Stand der Technik liegt der vorliegen-
den Erfindung daher die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren und eine Vorrich-
tung zum Zusammenfligen von Substraten zu einem optischen Datentrager
vorzusehen, das bzw. die eine leichte Biegung des optischen Datentrégers
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auf einfache und kostengiinstige Weise ermdglicht, vorzugsweise unter Aus-

schluss der zuvor genannten Nachteile des Standes der Technik.

ErfindungsgemaR wird diese Aufgabe durch ein Verfahren zum Zusammenf-
gen von Substraten zu einem optischen Datentrdger gelost, bei dem zwei
Substrate mit einer dazwischen befindlichen, Kleberschicht aus einem nicht
ausgeharteten Fllssigkleber zusammengefiigt werden, eines der beiden Sub-
strate derart erwarmt wird, dass es sich ausdehnt und anschlieRend die zwi-
schen den Substraten befindliche Kleberschicht ausgehartet wird, bevor sich
das erwarmte Substrat wesentlich abkihlt. Durch die Erwarmung des Sub-
strats dehnt es sich aus und vor dem Abkuhlen wird die Kleberschicht rasch
ausgehartet, so dass die beiden Substrate in diesem Zustand, in dem eines
der beiden Substrate gegeniiber dem anderen ausgedehnt ist, fixiert werden.
Durch normales Abkiihlen des zuvor erwarmten Substrats kommt es dann zu
einer Verbiegung des gebildeten optischen Datentrégers. Das Vorsehen einer
Erwarmung statt einer Abkihlung mittels Druckluft besitzt den Vorteil, dass
die Erwarmung ohne das Einflihren von Luft mdglich ist, und darliber hinaus
in der Regel dynamischer durchgefithrt werden kann, als eine Abkihlung ei-

ner der beiden Scheiben.

Die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe wird alternativ auch durch ein
Verfahren zum Zusammenfigen von Substraten zu einem optischen Daten-
trager gelost, bei dem zunéchst eines der beiden Substrate derart erwarmt
wird, dass es sich ausdehnt, und die zwei Substrate anschliefend mit einer
dazwischen befindlichen Kleberschicht, insbesondere in Form einer Klebefolie
zusammengefliigt werden. Dieses Alternative Verfahren ist insbesondere bei
einer Kleberschicht anwendbar, die keine gesonderte Aushéartung erfordert,
sodass die Substrate direkt beim Zusammenfiigen zueinander fixiert werden.
Durch normales Abkiihlen des zuvor erwarmten Substrats kommt es dann zu

einer Verbiegung des gebildeten optischen Datentrégers.

Bei einer besonders bevorzugten Ausfﬁhrungsfofm der Erfindung wird zum
Erwarmen des zu erwadrmenden Substrats elektromagnetische Strahlung hier-
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auf gerichtet. Die Verwendung elektromagnetischer Strahlung besitzt den Vor-
teil, dass sie einerseits kontaktlos erfolgen kann und dariiber hinaus keine
Fremdkoérper in den Bereich der Substrate gebracht werden miissen. Ein Zu-
sammenfiigen der Substrate in einem Vakuum ware somit méglich. Dariiber
hinaus l&sst sich bei der Erwarmung des Substrats mittels elektromagneti-
scher Strahlung eine hohe Dynamik erreichen, so dass eine rasche Erwar-

mung des Substrats méglich ist.

Vorzugsweise wird das Substrat zum Erwarmen mit Infrarotlicht bestrahit, das
besonders flr Substrate aus Polycarbonat geeignet ist, die beispielsweise in
einem Bereich von 1.600 nm bis 1.800 nm und Uber 2100 nm die Infrarot-
strahlung gut absorbieren. Dabei wird Infrarotlicht in einem Wellenlangenbe-
reich von 1.600 bis 1.700 nm bevorzugt, da derzeitige Infrarotstrahler, die in
diesem Wellenlangenbereich emittieren, sehr dynamisch sind, was wiederum
eine rasche Erwarmung des Substrats férdert. Natiirlich kénnte auch ein an-
derer Wellenlangenbereich verwendet werden, sofern das Substrat Strahlung
in diesem Wellenlangenbereich gut absorbiert. Wie erwéhnt, werden fir opti-
sche Datentrager in der Regel Polycarbonatsubstrate verwendet, die in einem
Bereich von 1.600 bis 1.700 nm gut Infrarotstrahlung absorbieren. Wenn die
Strahlung im wesentlichen im Absorptionsbereich des Substrats liegt, kann
ferner eine unerwiinschte Erwarmung des benachbarten Substrats sowie eine
Erwarmung von Teilen, welche in der Umgebung der Substrate angeordnet
sind, vermieden werden, da im wesentlichen die gesamte Strahlung durch das

zu erwarmende Substrat absorbiert wird.

Um eine gute Reproduzierbarkeit des Vorgangs zu gewahrieisten, wird das
Substrat vorzugsweise auf eine vorbestimmte Temperatur erhitzt und die
Temperatur fur wenigstens einen Teil der Aushéartung des Kiebers aktiv ge-

steuert oder geregelt.

Bei einer alternativen Ausfiihrungsform der Erfindung wird die Erwarmung des
Substrats durch Kontakt mit einem erwarmten Kérper bewirkt, wobei die Er-

warmung des Substrats durch Kontakt auch parallel zu einer Erwarmung mit-
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tels elektromagnetischer Strahlung durchgefihrt werden kann. Der Kontakt
mit einem erhitzten Kérper ermdglicht wiederum eine rasche Erhitzung des
Substrats und es ist kein Einbringen von Fremdkorpern in den Prozessraum
notwendig. Daher ist auch diese Variante beispielsweise unter Vakuumbedin-
gungen einsetzbar. Um eine rasche Erwdrmung des Substrats ohne wesentli-
che Abkiithlung des erwarmten Koérpers zu ermdglichen, besitzt dieser vor-
zugsweise eine wesentlich hohere Warmekapazitat als das Substrat. Hier-
durch lasst sich eine rasche Erwarmung des Substrats ermdglichen und dar-
uber hinaus eine gleichméaflige Temperatursteuerung herstellen. Vorzugswei-
se wird die Temperatur des Koérpers auf eine vorbestimmte Temperatur ge-

steuert oder geregelt.

Fiir eine rasche Aushértung der Kleberschicht nach dem Erwéarmen des einen
Substrats wird die Kleberschicht vorzugsweise wenigstens teilweise durch
Bestrahlung mit UV-Licht ausgehértet.

Um eine Erwarmung des anderen, bzw. des nicht erwarmten Substrats und
somit eine Ausdehnung desselben zu verhindern, wird dieses vorzugsweise
vor und/oder wahrend der Aushértung des Klebers auf einer im Wesentlichen
konstanten Temperatur gehalten und/oder gekihlt. Hierdurch wird erreicht,
dass sich das nicht erwérmte Substrat nicht ebenfalls erwéarmt und ausdehnt,
was den Effekt der Ausdehnung des anderen Substrats negieren koénnte. Bei
einer aktiven Kiihlung des nicht erwédrmten Substrats kénnte sich dieses sogar
zusammenziehen, so dass der Biegeeffekt bei gleicher Erwdrmung des ande-
ren Substrats erhdht werden kann, oder die Erwdrmung des anderen Sub-
strats kann verringert werden, um denselben Biegeeffekt zu erhalten. Dabei
wird das nicht erwarmte Substrat beispielsweise durch Kontakt mit einem
Kuhikérper auf einer im wesentlichen konstanten Temperatur gehaiten
und/oder gekihlt. Durch den Kontakt mit einem Kihlkdrper lasst sich gut eine
konstante Temperatur oder Kiihlung erreichen, ohne Fremdkérper in den Pro-
zessbereich einzufithren. Die Kiihlung kénnte somit auch unter Vakuumbedin-
gungen erfolgen. Dabei besitzt der Kilhlkdrper vorzugsweise eine wesentlich
hohere Warmekapazitat als das Substrat, wodurch der Kuhlkérper eine im
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Wesentlichen konstante Temperatur beibehalt und eine entsprechende Tem-
peratur an das Substrat abgeben kann. Vorteilhafterweise wird die Tempera-
tur des Kihlkorpers auf eine vorbestimmte Temperatur gesteuert oder gere-
gelt, um bei aufeinanderfolgenden Zusammenflgvorgangen konstante Pro-
zessergebnisse vorzusehen.

Bei einer weiteren Ausfihrungsform der Erfindung wird das nicht erwarmte
Substrat durch Leiten eines gekiihiten Gases auf die vom erwérmten Substrat
abgewandte Seite auf einer im Wesentlichen konstanten Temperatur gehalten
und/oder gekihit, um in Kombination mit der Erwarmung des anderen Sub-
strats eine Biegung in dem schlussendlich erzeugten optischen Datentrager

Zu erzeugen.

Vorzugsweise wir die elektromagnetische Strahlung zur Erwarmung des einen
Substrats und zur Aushéartung der Kleberschicht durch eine Lampenanord-
nung erzeugt, die aus einer Vielzahl von LED’s gebildet wird, wobei sowohl im
IR-Bereich emittierende LED’s als auch im UV-Bereich emittierende LED’s
vorgesehen sind, die unterschiedlich angesteuert werden. Vorzugsweise weist
die Lampenanordnung eine homogene und flachige Verteilung von LED’s auf,
wobei die Lampenanordnung vorzugsweise um wenigstens 10 mm {ber den
Rand des zu erwdrmenden Substrats Gbersteht.

Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe wird auch durch eine Vorrich-
tung zum Zusammenfligen von Substraten zu einem optischen Datentrager
gelost, die eine Einrichtung zum Ausbilden einer Kleberschicht zwischen den
Substraten, eine Zusammenfigstation zum Zusammenfiigen der Substrate,
eine Einrichtung zum Erw&rmen eines der Substrate nach dem Zusammenfii-
gen und eine Einrichtung zum Aushérten der zwischen den Substraten befind-
lichen Kleberschicht aufweist. Durch die erfindungsgemalRe Vorrichtung las-
sen sich die schon oben genannten Vorteile erreichen.

Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe wird alternativ auch durch eine
Vorrichtung zum Zusammenfligen von Substraten zu einem optischen Daten-
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trager gelost, die eine Einrichtung zum Erwérmen eines der Substrate vor
dem Zusammenfiigen und eine Zusammenfigstation zum Zusammenfiigen

der Substrate aufweist.

Bei einer besonders bevorzugten Ausfiihrungsform der Erfindung besitzt die
Einrichtung zum Erwarmen des einen Substrats eine Quelle elektromagneti-
scher Strahlung, insbesondere eine IR-Lampe. Dabei emittiert die Quelle e-
lektromagnetischer Strahlung im wesentlichen Strahlung im Absorptionsbe-
reich des zu erwarmenden Substrats, vorzugsweise in einem Wellenlangenbe-
reich von 1.600 bis 1.700 nm. In diesem Wellenlangenbereich absorbiert bei-
spielsweise Polycarbonat, das Ublicherweise fir optischen Datentrager ver-
wendet wird, Infrarotstrahlung und es sind Infrarotstrahler mit hoher Dynamik
verfigbar. Dadurch dass im wesentlichen nur Strahlung im Absorptionsbe-
reich des zu erwarmenden Substrats emittiert wird, lasst sich die Erwarmung
des nicht zu erw&rmenden Substrats bzw. von anderen, in der Umgebung der
Substrate befindlichen Elemente reduzieren, da im wesentlichen die gesamte
Strahlung durch das zu erwérmende Substrat absorbiert wird.

Bei einer alternativen Ausfithrungsform der Erfindung weist die Vorrichtung
einen erwarmten Korper und eine Einrichtung zum Inkontaktbringen des zu
erwarmenden Substrats hiermit auf. Durch den erwarmten Koérper lasst sich
wiederum eine rasche Erwarmung des einen Substrats erreichen, wobei der
erwarmte Korper auch in Kombination mit einer Quelle elektromagnetischer
Strahlung verwendet werden kdnnte. Dabei weist der erwédrmte Korper vor-
zugsweise eine wesentlich hthere Wéarmekapazitat als das zu erwarmende
Substrat auf, um eine rasche Erwarmung des Substrats ohne eine wesentliche
Abkiihlung des erwarmten Korpers zu ermdglichen. Vorteilhafterweise ist eine
Steuer- oder Reglereinrichtung zum Steuern oder Regeln der Temperatur des
zu erwadrmenden Substrats vorgesehen, um gleichbleibende Prozesserfolge

bei unterschiedlichen Zusammenfligvorgéangen vorsehen zu kénnen.
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Um eine rasche Aushartung eines zwischen den Substraten befindlichen Kle-
bers zu erméglichen, weist die Einrichtung zum Aushéarten vorzugsweise eine

UV-Strahlungsquelle auf.

Vorzugsweise weist die Vorrichtung eine Lampenanordnung aus einer Viel-
zahl von LED’s auf, wobei die Vielzahl von LED’s sowohl im IR-Bereich emit-
tierende LED’s als auch im UV-Bereich emittierende LED’s aufweist, und eine
Steuereinheit zum separaten ansteuern der LED’s. Dies ermdglicht einen ein-
fachen und kostenglinstigen Aufbau einer Lichtquelle, die sowohl Strahiung
fur die Erwarmung eines Substrats als auch Strahlung fur die Aushartung des
Klebers emittiert. Dabei sind die im IR-Bereich emittierenden LED’s als auch
die im UV-Bereich emittierenden LED’s vorzugsweise fir einen einfachen
Aufbau der Lampenanordnung auf einer gemeinsamen Platine angeordnet.
Die Lampenanordnung besitzt vorzugsweise eine flachige Anordnung von
LED’s mit einer Projektionsflache, die vorzugsweise um wenigstens 10 mm
(iber den Rand des zu erwarmenden Substrats Gibersteht, wodurch sich eine
homogene fiachige Bestrahlung erreichen lasst.

Bei einer Ausfiihrungsform der Erfindung ist eine Quelle elektromagnetischer
Strahlung in einem oberen, vertikal bewegbaren Druckstempel zum Zusam-
menfiigen der Substrate vorgesehen. Hierdurch wird erméglicht, dass das o-
bere Substrat eines Substratstapels, das mit dazwischen befindlichem Kleber
auf dem unteren Substrat aufliegt kontaktios erwarmt werden kann. D.h. ein
das obere Substrat kontaktierendes Element ist wahrend einer Erwérmung
nicht vorgesehen und somit kann es auch nicht zu einer Beschadigung des
oberen Substrates wahrend einer warmebedingten Ausdehnung kommen.
Auch wird keine Warme abgeleitet, wie es der Fall ware, wenn das Substrat
wahrend seiner Erwarmung mit einem weiteren Element in Kontakt ware. Zum
Schutz der LED’s, weist der Druckstempel vorzugsweise zwischen den LED’s
und dem zu erwdrmenden Substrat eine fiir die Strahlung der LED’s transpa-

rente Druckplatte auf.
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Bei einer weiteren Ausfihrungsform der Erfindung ist eine Einrichtung zum
Halten des nicht zu erwdrmenden Substrats auf einer im Wesentlichen kon-
stanten Temperatur oder zum Kuhlen des nicht zu erwarmenden Substrats
vorgesehen. Hierdurch wird verhindert, dass sich das nicht zu erwarmende
Substrat mit dem zu erwarmenden Substrat erwdrmt und ausdehnt. Ferner
kann bei einer aktiven Kithlung des nicht zu erwdrmenden Substrats ein Zu-
sammenziehen des nicht zu erwarmenden Substrats erreicht werden, wodurch
der gewiinschte Biegeeffekt noch verstérkt werden kann bzw. das zu erwar-
mende Substrat weniger stark erwarmt werden muss.

Bei einer Ausfuhrungsform der Erfindung weist die Einrichtung wenigstens
eine Quelle gekihlten Gases und wenigstens eine auf das nicht zu erwar-
mende Substrat gerichtete Zuleitung auf.

Alternativ und/oder zuséatzlich kénnte die Einrichtung einen Kuhlkérper und
eine Einrichtung zum Inkontaktbringen des nicht zu erwé&rmenden Substrats
hiermit aufweisen. Dabei weist der Kihlkdrper vorzugsweise eine wesentlich
hohere Warmekapazitat als das nicht zu erwdrmende Substrat auf.

Die Erwarmung bzw. Kiihlung der Substrate durch Kontakt mit einem Heiz-
/Kuhlkérper ist insbesondere Vorteilhaft anwendbar in einer Situation, in der
die Substrate mit Druckstempeln zusammengefligt werden, wie es beispiels-
weise aus der auf die selbe Anmelderin zuriickgehenden DE-A-101 00 426
bekannt ist, die insofern zum Gegenstand der vorliegenden Anmeldung ge-
macht wird, um Wiederholungen zu vermeiden. Dabei kénnen die Druckstem-
pel als Heiz-/Kiihlkdrper ausgebildet sein. Dieses Verfahren ist insbesondere

‘in Kombination mit einer Klebefolie als Kieberschicht von Vorteil und ermog-

licht auch eine Erwérmung/KUhlung der Substrate vor dem Zusammenfligen.

Die vorliegende Erfindung wird nachfolgend anhand bevorzugter Ausfih-
rungsbeispiele unter Bezugnahme auf die Zeichnungen naher erlautert; in den
Zeichnungen zeigt:



10

15

20

25

30

WO 2005/046991

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

9

eine schematische Seitenansicht zweier zusammengefiigter Substrate
mit einer dazwischen befindlichen Kleberschicht, wobei beide Substra-
te auf einer gleichen Temperatur liegen;

eine schematische Seitenansicht &hnlich zu Figur 1, wobei eines der
beiden Substrate lGber die Temperatur des anderen Substrats erwarmt
wurde;

eine schematische Seitenansicht &hnlich zu Figur 3, die die beiden
Substrate wahrend eines Aushartungsschritts zeigt;

eine schematische Seitenansicht eines, gemanl der vorliegenden Er-
findung gebildeten optischen Datentragers;

eine schematische Seitenansicht einer Vorrichtung zum Zusammenfi-
gen zweier Substrate gemaR einer Ausfithrungsform der vorliegenden
Erfindung;

eine schematische Seitenansicht der Vorrichtung gemafy Fig. 5 in ei-
ner von Fig. 5 abweichenden Arbeitsposition;

eine schematische Seitenansicht der Vorrichtung in einer weiteren Ar-
beitsposition;

eine schematische Seitenansicht einer Vorrichtung zum Zusammenfii-
gen zweier Substrate gem&R einer alternativen Ausflihrungsform der
vorliegenden Erfindung.

Die Wirkungsweise der vorliegenden Erfindung wird nachfolgend anhand der

Fig. 1 bis 4 naher erldutert. Fig. 1 zeigt eine schematische Seitenansicht

zweier Substrate 1, 2 mit einer gleichmaRig dazwischen ausgebildeten Kle-

berschicht 4. Die Substratscheiben 1, 2 sind jeweils ein Innenloch aufweisen-

de Polycarbonatscheiben mit gleichen Umfangsabmessungen. Ublicherweise

sind die Substratscheiben 1, 2 rund, obwoh!l auch andere Formen denkbar

sind.

Die Kleberschicht 4 ist gleichmaRig zwischen den Substraten 1, 2 ausgebildet,

wie beispielsweise durch ein sogenanntes Rotations- bzw. Spincoating-

Verfahren oder ein Spalt- bzw. Gap-Dispense-Verfahren. Alternativ kann die

Kleberschicht beispielsweise auch in Form einer Klebefolie aufgebracht sein,
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wie es aus der auf dieselbe Anmelderin zuriickgehende DE-A-100 29 400 be-
kannt ist, die insofern zum Gegenstand der vorliegenden Anmeldung gemacht
wird, um Wiederholungen zu vermeiden. Bei diesen Verfahren verbleibt in der
Regel im Bereich des Mittellochs ein Bereich, in dem keine Kleberschicht vor-

gesehen ist.

Die beiden Substratscheiben 1, 2 gemaf Fig. 1 liegen beide auf derselben
Temperatur T1, die der Umgebungstemperatur entspricht.

Fig. 2 zeigt wiederum eine schematische Seitenansicht der scheibenférmigen
Substrate 1, 2 mit der dazwischen befindlichen Kleberschicht 4. Bei der
schematischen Seitenansicht gemaR Fig. 2 ist jedoch schematisch angezeigt,
déss das untere Substrat 2 beziiglich des oberen Substrats 1 ausgedehnt ist.
Dies wird beispielsweise durch Bestrahlen des unteren Substrats 2 mit Infra-
rotstrahlung erreicht, wie durch die Pfeile A angedeutet ist. Die hierzu ver-
wendete Infrarotstrahlung strahlt beispielsweise in einem Wellenlangenbe-
reich von 1600 bis 1700 nm, da das Polycarbonat der Substratscheibe 2
Strahlung in diesem Wellenldngenbereich gut absorbiert und in Warme um-
wandelt. Im wesentlichen wird die gesamte Infrarotstrahlung durch die Sub-
stratscheibe 2 absorbiert, wodurch deren Temperatur auf eine Temperatur T2
angehoben wird, wahrend die Substratscheibe 1 auf der Temperatur T1 ver-
weilt. Durch den Temperaturanstieg kommt es zu der schematisch angedeute-
ten thermischen Ausdehnung der Substratscheibe 2. Die Kleberschicht 4 ist
zu diesem Zeitpunkt noch immer nicht ausgehartet.

Fig. 3 zeigt im wesentlichen denselben Zustand wie Fig. 2, bei dem die untere
Substratscheibe 2 auf einer hoheren Temperatur T2 im Vergleich zu der Tem-
peratur T1 der Substratscheibe 1 liegt. Jedoch ist in Fig. 3 schematisch ange-
deutet, dass die zwischen den Substratscheiben 1, 2 befindliche Kleber-
schicht mittels UV-Strahlung, die durch die Pfeile B angedeutet ist, rasch aus-
gehartet wird. Dabei erfolgt die Aushéartung der Kleberschicht 4 so rasch, dass
die untere Substratscheibe 2 nicht wesentlich abkiihit und sich zusammen-
zieht. Um das Abkihlen der Substratscheibe 2 wahrend der Aushértung der
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Kleberschicht 4 zu verhindern, konnte die Substratscheibe 2 noch weiterhin
mit Infrarotstrahlung bestrahlt werden, die derart gesteuert wird, dass die

Temperatur der Substratscheibe 2 im wesentlichen konstant bleibt.

Fig. 4 zeigt den Zustand der zusammengefligten Substratscheiben 1, 2 nach
dem Ausharten der Kleberschicht 4 und einem Abkihlen der unteren Sub-
stratscheibe 2. Dadurch, dass die Kleberschicht 4 ausgehartet wurde, wah-
rend die Substratscheibe 2 thermisch ausgedehnt war, induziert diese beim
Abkiihlen eine Biegung innerhalb des Verbunds der Substratscheiben 1, 2
und der Kleberschicht 4, wie in Fig. 4 zu erkennen ist. Ein durch die Substrat-
scheiben 1, 2 gebildeter optischer Datentrager besitzt nun eine entsprechen-

de Biegung.

Bei der Erklarung des Wirkungsprinzips der vorliegenden Erfindung wurde als
eine Méglichkeit der raschen Erwarmung der Substratscheibe 2 der Einsatz
von Infrarotstrahlung angesprochen, obwohl es natirlich auf andere Moglich-
keiten zur Erwaérmung des Substrats 2 gibt. Die Erwdrmung des Substrats 2
sollte auf jeden Fall mit einer raschen Dynamik mdglich sein, um die Zyklus-
zeiten zur Herstellung eines optischen Datentragers zu reduzieren und ferner
ein vorzeitiges Ausharten der Kleberschicht 4 zu verhindern. Ferner wurde
UV-Strahlung als eine Moglichkeit zum Aushérten der Kleberschicht 4 ge-
nannt. Natlrlich kdnnen auch andere Mittel zum Aushérten der Kleberschicht
4 eingesetzt werden. Dabei sollte die Aushértung wiederum ausreichend
rasch erfolgen, so dass die Substratscheibe 2 wahrend der Aushartung auf
einer konstanten, erhéhten Temperatur gegentiber der Substratscheibe 1 ge-

halten werden kann.

Bei der Erklarung des Wirkprinzips wurde ferner davon ausgegangen, dass
der verwendete Kleber ein Flissigkleber ist, der beispielsweise mit UV-
Strahlung aushartbar ist. Die Erfindung ist jedoch auch mit anderen Klebern
einsetzbar, die beispielsweise keine spezielle Aushértung erfordern. Ein Bei-
spiel hierfir ist eine zweiseitig klebende Klebefolie wie sie aus der auf diesel-
be Anmelderin zuriickgehende DE-A-100 29 400 bekannt ist, die insofern zum
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Gegenstand der vorliegenden Anmeldung gemacht wird, um Wiederholungen
zu vermeiden. Die zweiseitige Klebefolie fixiert die Substrate direkt beim Zu-
sammenfiigen und eine Aushartung ist nicht erforderlich. Bei der Verwendung
eines derartigen Klebers ist es daher auch notwendig, das eine zu erwarmen-
de Substrat schon vor dem Zusammenfligen zu erwérmen, d.h. das Zusam-
menfligen geschieht in einem Zustand wie er in Fig. 2 angedeutet ist. Da-
durch, dass das eine Substrat gegenliber dem Anderen ausgedehnt ist und
die Substrate direkt beim Zusammenfligen zueinander fixiert werden ergibt
sich derselbe Effekt, wie er in Fig. 4 angedeutet ist. Der in Fig. 3 angedeutete
Aushartungsvorgang kann hierbei entfallen.

Obwohl nur die Erwérmung der Substratscheibe 2 genannt wurde, ist auch
eine Kiithlung der oberen Substratscheibe 1 beispielsweise durch gekiihite
Luft und/oder Kontakt mit einem Kihlkérper moéglich. Dabei kann die Kiihlung
einerseits eine konstante Temperatur der oberen Substratscheibe sicherstel-
len oder eine tatsachliche Kihlung vorsehen, so dass sich die obere Sub-
stratscheibe 1 thermisch zusammenzieht. Hierdurch kénnte der Effekt einer
unterschiedlichen thermischen Ausdehnung zwischen den Substraten 1, 2
noch erhdht werden, wodurch eine stérkere Biegung induziert werden kénnte.
Andererseits ware es auch bei gleichzeitiger Kiihlung der oberen Substrat-
scheibe 1 moglich, die untere Substratscheibe 2 weniger stark zu erwérmen,
um wiederum eine gleiche Biegung des resultierenden optischen Datentragers

zu induzieren.

Fig. 5 zeigt eine schematische Seitenansicht einer Vorrichtung 6 zum Zu-
sammenfligen von Substratscheiben 1, 2 zu einem optischen Datentrager. Die
Vorrichtung 6 weist einen drehbaren Auflageteller 8 auf, der Uber eine ent-
sprechende Welle 9 mit einem Motor 10 verbunden ist. Der Motor 10 ist in der
Lage, die Welle 9 und die Auflage 8 um ihre Mittelachse zu drehen, wie durch
den Pfeil C angedeutet ist. Der Auflageteller 8 besteht aus einem fur Infrarot-

strahlung transparenten Material.
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Unterhalb des Aufiagetellers ist eine ringférmige Infrarotlampe 12 vorgesehen,
die konzentrische zur Welle 9 angeordnet ist. Statt einer ringférmigen infrarot-
lampe konnte auch eine flachige Strahlungsquelle beispielsweise eine LED-
Anordnung eingesetzt werden, die auch in dem Auflageteller integriert sein
kann.

Am Auflageteller 8 ist ein Zentrierstift 13 mit Haltenasen 14 vorgesehen. Der
Zentrierstift 13 ist in entsprechende Mittellocher der Substratscheiben 1, 2
einfihrbar. Die Nasen 14 sind bezlglich eines Hauptkodrpers des Zentrierstifts
13 schwenkbar und sind geeignet, die Substratscheiben 1, 2, wie in Fig. 5 ge-
zeigt, parallel beabstandet zueinander zu halten. Der Aufbau des Zentrierstifts
ist beispielsweise aus der auf dieselbe Anmelderin zuriickgehenden DE-A-199
27 514 bekannt, auf die insofern Bezug genommen wird, um Wiederholungen

zu vermeiden.

Die Vorrichtung 6 weist ferner eine Dispense-Diise 17 auf, Giber die in bekann-

ter Weise ein Klebermaterial auf die untere Substratscheibe 2 aufgebracht

" werden kann. Die Dispense-Diise 17 steht mit einer nicht dargestellten Zu-

fuhreinheit fur Klebermaterial in Verbindung. Die Dispense-Diise 17 ist in dem
Bereich zwischen den Substraten 1, 2 hinein verschwenkbar und auch aus

diesem heraus verschwenkbar.

Die Vorrichtung 6 weist auch einen Druckstempel 20 auf, der Gber eine ent-
sprechende Handhabungsvorrichtung in Vertikalrichtung verfahrbar ist, wie
durch den Pfeil D angezeigt ist. Der Stempel 20 weist an seiner Unterseite
eine ringférmige Ausnehmung 22 zur Aufnahme einer ringférmigen UV-Lampe
24 auf. Statt der Ausnehmung und der ringférmigen UV-Lampe kénnte auch
egine flachige Strahlungsquelle beispielsweise eine LED-Anordnung eingesetzt
werden, die im UV-Bereich emittiert.

Die Funktion der Vorrichtung 6 wird nachfolgend anhand der Fig. 5 bis 7 néa-
her erlautert. Zunachst werden die Substratscheiben 1, 2, wie in Fig. 5 darge-
stellt ist, in die Vorrichtung 6 geladen. Dabei wird die Substratscheibe 2 tber
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die Nasen 14 des Zentrierstifts 13 hinweg auf dem Auflageteller 8 platziert.
Anschlielend wird die Substratscheibe 1 derart auf den Nasen 14 des Zent-
rierstifts 13 platziert, dass sie parallel und beabstandet zu der unteren Sub-
stratsscheibe 2 gehalten wird.

AnschlielRend wird die Dispense-Diise 17 in den Bereich zwischen den Sub-
stratscheiben 1, 2 gebracht und es wird fllissiges Klebermaterial auf die unte-
re Substratscheibe 2 aufgebracht. Dabei wird der Auflageteller 8 langsam ge-
dreht, so dass das aufgebrachte Klebermaterial eine ringférmige Wulst auf der
unteren Substratscheibe 2 bildet. Nach der Ausbildung eines volistéandigen
Rings aus Klebermaterial wird die Dispense-Dise 17 wieder aus dem Bereich
zwischen den Substratscheiben 1, 2 herausbewegt.

Anschlieend wird der Stempel 20 vertikal nach unten bewegt, um die Sub-
stratscheiben 1, 2 zusammenzudriicken. Der Auflageteller 8 wird anschlie-
Rend rasch gedreht, um den dazwischen befindlichen Kleber gleichmafig zwi-
schen den Substratscheiben 1, 2 zu verteilen und eine gleichmafige Kleber-
schicht 4 auszubilden. Nach der Ausbildung der Kleberschicht 4 wird die unte-
re Substratscheibe 2 Uber die Infrarotlampe 12 erwdrmt, so dass sie sich
thermisch ausdehnt. Die thermische Ausdehnung der unteren Substratscheibe
2 ist in Fig. 7 schematisch dargestellt. Nachdem die untere Substratscheibe 2
durch die Infrarotstrahlung eine entsprechende Temperatur bzw. gewiinschte
thermische Ausdehnung erreicht hat, wird die Infrarotbestrahlung beendet.
Der Stempel 20 wird nach oben gefahren und es werden die UV-Lampen 24
angesteuert, um die zwischen den Substratscheiben 1, 2 befindliche Kleber-
schicht 4 rasch auszuharten, wobei die Substratscheiben fir eine homogene
UV-Bestrahlung gedreht werden kdnnen. Nach der Aushartung der Kleber-
schicht 4 werden die so verklebten Substratscheiben 1, 2 aus der Vorrichtung
6 entnommen und durch eine Abklihlung der unteren Substratscheibe 2 auf
Umgebungstemperatur wird eine wie in Fig. 4 angedeutete Biegung des Ver-
bunds aus Substratscheiben 1, 2 und 4 induziert. Um eine wesentliche Abklh-

lung des erwarmten Substrats wahrend der Aushértung zu vermeiden kann



10

i5

20

25

30

WO 2005/046991 PCT/EP2004/012171

15

die IR-Strahlung auch wahrend der Aushé&rtung mit der UV-Strahlung aufrecht
erhalten werden, sofern dies notwendig ist.

Obwohl die Fig. 5 bis 7 eine Ausfihrungsform der Erfindung darstellen, ist die
Erfindung nicht auf die konkret dargestellte Ausflhrungsform beschrankt. Bei-
spielsweise ist es moglich, die eigentliche Vorrichtung zum Ausbilden einer
Kleberschicht und zum Zusammenfligen der Substrate bestehend im wesent-
lichen aus Auflageteller 8, Dispense-Diise 17 und Stempel 20 von der Einrich-
tung zum Erwérmen eines der Substrate und zum Ausharten der Kieber-
schicht zu trennen. So kdnnte die Vorrichtung 6 beispielsweise ohne Infrarot-
lampe 12 und UV-Lampe 24 auskommen und die Substratscheiben 1, 2 mit
einer dazwischen befindlichen Kleberschicht 4 kdnnten nach einem Zusam-
menfiigen, wie in Fig. 6 dargestellt ist, zu einer weiteren Station transportiert
werden, in der eines der beiden Substrate beispielsweise mittels Infrarotstrah-
lung erhitzt wird und anschlieBend die dazwischen befindliche Kleberschicht
mit UV-Strahlung ausgehartet wird.

Auch die Verwendung einer zweiseitig klebenden Kleberfolie, wie sie bei-
spielsweise aus der DE 100 29 400 A bekannt ist und die insofern zum Ge-
genstand der vorliegenden Anmeldung gemacht wird, kann verwendet wer-
den, wobei in diesem Fall eine Aushartung entfalit, wenn es sich beispielswei-
se um eine unter Druck aushartende Folie handelt. Bei der Verwendung einer
Kleberfolie kann diese beispielsweise durch die aus der DE 100 29 400 A be-
kannte Laminierstation aufgebracht werden und eine Erwdrmung des einen
Substrats erfolgt in der aus der DE 100 29 400 A bekannten Zusammenfiig-
station vor dem Zusammenfiigen der Substrate.

Ferner ist es auch nicht notwendig, eines der beiden Substrate mittels Infra-
rotstrahlung zu erhitzen. Beispielsweise ware es auch mdglich, eines der bei-
den Substrate durch Kontakt mit einem entsprechend erwdrmten Korper ther-
misch auszudehnen. So ware es beispielsweise mdoglich, den Verbund aus
Substratscheiben 1, 2 mit einer noch nicht dazwischen ausgeharteten Kleber-
schicht auf einer erwarmten Platte abzulegen, welche die untere Substrat-
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scheibe 2 erwarmen wirde. Dabei wiirde diese Auflageplatte vorzugsweise
eine wesentlich groftere Warmekapazitat als die Substratscheibe 2 besitzen,
um eine rasche Erwarmung auf eine konstante Temperatur zu ermoglichen.
AnschlieBend konnte wiederum eine entsprechende Aushértung der Kleber-
schicht mittels UV-Strahlung erfolgen. Natirlich ist es auch denkbar, den zwi-
schen den Substratscheiben 1, 2 befindlichen Kleber mittels eines anderen
Mechanismus als einer UV-Bestrahlung auszuhérten.

Zusatzlich ist es auch moglich, die obere Substratscheibe 1 wahrend der Er-
warmung der unteren Substratscheibe 2 aktiv auf einer konstanten Tempera-
tur zu halten bzw. aktiv zu kihlen. Dies kénnte durch Leiten von gekihlter Luft
auf die Oberflache der Substratscheibe 1 erfolgen oder beispielsweise durch
Kontakt mit einem entsprechenden Kuhlkorper, der beispielsweise mit einer
Kuhlflussigkeit gekiihlt wird, die dort hindurchstrémt. Bei einer aktiven Kiih-
lung der oberen Substratscheibe 1 sollte der Kiihlkdrper eine wesentlich gro-
Rere thermische Masse besitzen als die obere Substratscheibe 1.

Fig. 8 zeigt eine schematische Seitenansicht einer Vorrichtung 6 zum Zu-
sammenfligen zweier Substrate 1, 2 gemal einer alternativen Ausfihrungs-
form der vorliegenden Erfindung. In Fig. 8 werden dieselben Bezugszeichen
wie in den vorhergehenden Figuren verwendet, sofern dieselben oder dquiva-
lente Elemente gezeigt sind.

Die Vorrichtung 6 weist einen drehbaren Auflageteller 30 auf, der tber eine
entsprechende Welle 9 mit einem Motor 10 verbunden ist. Der Motor 10 ist in
der Lage, die Welle 9 und die Auflage 30 um ihre Mittelachse zu drehen, wie
durch den Pfeil C angedeutet ist. Die Auflage 30 ist bei diesem Ausfilhrungs-
beispiel als eine Kiihiplatte ausgebildet, durch die in kontrollierter Weise eine
Kuhlflissigkeit hindurchstromt, um sie und somit das darauf aufliegende Sub-
strat 2 auf einer konstanten Temperatur zu halten. Nattirlich ist auch jede an-
dere Art der Kihlung moglich, die das beibehalten einer konstanten Tempera-

tur des Substrats 2 gewahrleistet.
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Am Auflageteller 30 ist wie bei dem vorhergehenden Ausfiihrungsbeispiel
wiederum ein Zentrierstift vorgesehen, in entsprechende Mitteliécher der Sub-
stratscheiben 1, 2 einfuhrbar ist. Auch kann bei der Vorrichtung 6 eine Dis-
pense-Diise 17 vorgesehen sein, iber die in bekannter Weise ein Klebermate-

rial auf die untere Substratscheibe 2 aufgebracht werden kann.

Die Vorrichtung 6 weist wiederum einen Druckstempel 32 auf, der {ber eine
entsprechende Handhabungsvorrichtung in Vertikalrichtung verfahrbar ist, wie
durch den Pfeil D angezeigt ist. Der Stempel 32 weist eine integrierte nach
unten gerichtete flachige Lampenanordnung auf, die aus einer Vielzahl von
LED’s gebildet wird. Die flachige Lampenanordnung aus LED's besitzt dabei
eine Projektionsflache, die grofer ist als das zu erwdrmende Substrat. Die
Projektionsflache steht dabei um wenigstens um 10 mm Uber den Rand des
zu erwarmenden Substrats Uber. Das untere Ende des Druckstempels wird
durch eine fir die Strahlung der LED’s transparente Druckplatie gebildet um
die LED’s gegeniiber Drcuk zu schiitzten.

Die Vielzah!l von LED’s enthilt sowohl im IR-Bereich emittierende LED’s (im
nachfolgenden IR-LED) als auch im UV-Bereich emittierende LED’s (im nach-
folgenden UV-LED). Die IR-LED's und die UV-LED's sind auf einer gemein-
samen Platine angeordnet, jedoch tiber eine entsprechende Steuereinheit, die
beispielsweise in dem Druckstempel integriert sein kann, separat ansteuerbar,
wie nachfolgend noch n&her beschrieben wird. Bei den UV-LED’s kénnen
wiederum in unterschiedlichen LED’s vorgesehen sein, die in unterschiedli-
chen UV-Bereichen emittieren (z.B. UV-A, UV-B, UV-C), um eine bestimmte
UV-Strahlung einstellen zu kénnen. Die Einstellung der UV-Strahlung kann
beispielsweise Uber eine feste Verteilung der LED’s erreicht werden oder tber

eine separate Ansteuerung der unterschiedlichen UV-LED's.

Die Funktion der Vorrichtung 6 wird nachfolgend anhand der Fig. 8 néher er-
lautert. Zunachst werden die Substratscheiben 1, 2 in die Vorrichtung 6 gela-
den. Das beladen der Vorrichtung und das ausbilden der Kleberschicht erfolgt
dabei im Wesentlichen in gleicher Weise wie bei dem vorhergehenden Aus-
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fihrungsbeispiel, wobei zum Zusammenfiigen der Substrate bei diesem Aus-
fihrungsbeispiel der Druckstempel 32 verwendet wird. AnschlieRend wird der
Druckstempel 32 in die in Fig. 8 gezeigte Position angehoben und es werden
die IR-LED’s angesteuert, um IR-Strahlung auf das obere Substrat 1 zu rich-
ten, wie durch die Pfeile A/B angezeigt ist, wobei das A fiir IR-Strahlung steht
und das B fiir UV-Strahlung. Das obere Substrat erwarmt sich durch die IR-
Strahlung und dehnt sich aus wie in Fig. 8 dargestellt ist. Wahrendessen wird
das untere Substrat Uber die Auflage 30 auf einer konstanten Temperatur

gehalten.

Nachdem das obere Substrat eine vorbestimmte Temperatur und/oder Aus-
dehnung erreicht hat werden zusétzlich zu den IR-LED’s die UV-LED’s ange-
steuert, um UV-Strahlung auf die Substrate und insbesondere die dazwischen
befindliche Kleberschicht zu richten. Hierdurch kommt es zu einer Aushértung
der Kleberschicht. Dabei kénnen die IR-LED’s und die UV-LED’s wenigstens
teilweise simultan angesteuert werden, um sicherzustellen, dass das obere
Substrat 1 wahrend der Aushértung der Kleberschicht auf einer im Wesentli-
chen konstanten Temperatur bleibt. Nach der Aushértung der Kleberschicht 4
werden die so verklebten Substratscheiben 1, 2 aus der Vorrichtung 6 ent-
nommen und durch eine Abkilhlung der oberen Substratscheibe 1 auf Umge-
bungstemperatur wird eine wie in Fig. 4 angedeutete Biegung des Verbunds
aus Substratscheiben 1, 2 und 4 induziert.

Obwohl beschrieben wurde, dass die Lampenanordnung aus LED’s im oberen
Druckstempel integriert ist, kénnte sie auch oberhalb des Druckstempels an-
geordnet sein, sofern dieser sowohl fiir IR- als auch UV-Strahlung im Wesent-
lichen transparent ist. Auch ist es méglich die Lampenanordnung aus LED’s in
der Auflage 30 zu integrieren bzw. darunter anzuordnen, wobei in diesem Fall
natirlich keine Kihlung Uber die Auflage vorgesehen wére. Diese wirde

dann, wenn erforderlich wie beim ersten Ausflihrungsbeispiel erfolgen.

Die zuvor genannten unterschiedlichen Beispiele sind frei miteinander kombi-
nierbar, sofern sie kompatibel sind. Dem Fachmann werden sich weitere Mo-
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difikationen, Anderungen und Verbesserungen durch das Studium der Be-
schreibung und der Zeichnung ergeben.
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Patentanspriiche

1. Verfahren zum Zusammenfligen von Substraten zu einem optischen Da-

tentrager, mit folgenden Verfahrensschritten:

Zusammenfligen der zwei Substrate mit einer dazwischen befindli-
chen, Kleberschicht aus einem nicht ausgehérteten Flissigkleber;
Erwarmen eines der beiden Substrate derart, dass es sich ausdehnt;
und

Ausharten der zwischen den Substraten befindlichen Kleberschicht
nach dem Erwarmen und bevor das erwarmte Substrat wesentlich
abkihlt.
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Verfahren zum Zusammenfiigen von Substraten zu einem optischen Da-
tentréger, mit folgenden Verfahrensschritten:

- Erwéarmen eines der beiden Substrate derart, dass es sich ausdehnt;
- Zusammenfligen der zwei Substrate mit einer dazwischen befindli-

chen Kleberschicht, insbesondere in Form einer Kleberfolie.

Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass zum
Erwarmen des Substrats elektromagnetische Strahlung auf das zu er-
warmende Substrat gerichtet wird.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Substrat zum Erwarmen mit Infrarotlicht bestrahit
wird.

Verfahren nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass die
auf das zu Erwarmende Substrat gerichtete Strahlung im Wesentlichen
im Absorptionsbereich des Substrat, vorzugsweise in einem Wellenlan-

genbereich von 1600 bis 1700 nm, liegt.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Substrat auf eine vorbestimmte Temperatur erhitzt
wird und die Temperatur fir wenigstens einen Teil der Aushartung des

Klebers gesteuert oder geregelt wird.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Erwarmung des Substrats durch Kontakt mit einem
erwarmten Korper bewirkt wird.

Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass der erwarmte
Korper eine wesentlich hthere Warmekapazitat als das Substrat besitzt.
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Verfahren nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass die
Temperatur des Kérpers auf eine vorbestimmte Temperatur gesteuert

oder geregelt wird.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Ausharten der Kleberschicht wenigstens teilweise
durch Bestrahlung mit UV-Licht bewirkt wird.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das nicht erwarmte Substrat vor und/oder wéhrend der
Aushartung des Klebers auf einer im Wesentlichen konstanten Tempera-
tur gehalten und/oder gekuhlt wird.

Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass das nicht
erwarmte Substrat durch Kontakt mit einem Kihlkérper auf einer im We-
sentlichen konstanten Temperatur gehalten und/oder gekiihlt wird.

Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass der Kiihi-
kérper eine wesentlich hthere Warmekapazitat als das Substrat besitzt.

Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, dadurch gekennzeichnet, dass die
Temperatur des Kuhlkérpers auf eine vorbestimmte Temperatur gesteu-
ert oder geregeit wird.

Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass nicht er-
warmte Substrat durch Leiten eines gekihlten Gases auf die vom er-
warmten Substrat abgewandte Seite auf einer im Wesentlichen konstan-
ten Temperatur gehalten und/oder gekihit wird.

Verfahren nach einem der Anspriiche 3 bis 5 und 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die elektromagnetische Strahlung zur Erwérmung des ei-
nen Substrats und das UV-Licht zur Aushartung der Kleberschicht durch

eine Lampenanordnung erzeugt wird, die aus einer Vielzahl von LED's

PCT/EP2004/012171
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17.

18.

19.

20.

21,

22.

23

gebildet wird, die sowohl im IR-Bereich emittierende LED’s als auch im
UV-Bereich emittierende LED’s aufweist.

Vorrichtung zum Zusammenfiigen von Substraten zu einem optischen
Datentrager, mit einer Einrichtung zum Ausbilden einer Kleberschicht
zwischen den Substraten, einer Zusammenfiigstation zum Zusammenfu-
gen der Substrate, einer Einrichtung zum Erwérmen eines der Substrate
nach dem Zusammenfiigen und eine Einrichtung zum Aushéarten der zwi-
schen den Substraten befindlichen Kleberschicht.

Vorrichtung zum Zusammenfiigen von Substraten zu einem optischen
Datentrager, mit einer Einrichtung zum Erwarmen eines der Substrate
vor dem Zusammenfligen und einer Zusammenfligstation zum Zusam-

menfligen der Substrate.

Vorrichtung nach Anspruch 17 oder 18, dadurch gekennzeichnet, dass
die Einrichtung zum Erwarmen des einen Substrates eine Quelle elekt-

romagnetischer Strahlung, insbesondere eine IR-Lampe aufweist.

"Vorrichtung nach einem der Anspriiche 17 bis 19, dadurch gekennzeich-

net, dass die Quelle elektromagnetischer Strahlung im Wesentlichen
Strahlung im Absorptionsbereich des zu erwdrmenden Substrats, vor-
zugsweise in einem Wellenlangenbereich von 1600 nm bis 1700 nm, e-
mittiert.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 17 bis 20, gekennzeichnet durch
einen erwarmten Korper und eine Einrichtung zum Inkontaktbringen des
zu erwarmenden Substrats hiermit.

Vorrichtung nach Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet, dass der er-
warmte Korper eine wesentlich hohere Warmekapazitat als das zu er-

warmende Substrat aufweist.
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23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

24
Vorrichtung nach einem der Anspriiche 17 bis 22, gekennzeichnet durch

eine Steuer- oder Regeleinrichtung zum Steuern oder Regeln der Tem-
peratur des zu erwarmenden Substrats.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 17 bis 23, dadurch gekennzeich-
net, dass die Einrichtung zum Ausharten eine UV-Strahlungsquelle um-
faflt.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 19 bis 20 und 24, gekennzeich-
net durch eine Lampenanordnung aus einer Vielzahl von LED’s, wobei
die Vielzahl von LED’s sowohl im IR-Bereich emittierende LED’s als auch
im UV-Bereich emittierende LED's aufweist, und eine Steuereinheit zum
separaten ansteuern der LED's.

Vorrichtung nach Anspruch 25, dadurch gekennzeichnet, dass sowohl
die im IR-Bereich emittierende LED’s als auch im UV-Bereich emittieren-

de LED's auf einer gemeinsamen Platine angeordnet sind.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 17 'bis 26, dadurch gekennzeich-
net, dass eine Quelle elektromagnetischer Strahlung in einem oberen,
vertikal bewegbaren Druckstempel zum Zusammenfiigen der Substrate

vorgesehen ist.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 17 bis 27, gekennzeichnet durch
eine Einrichtung zum Halten des nicht zu erwdrmenden Substrats auf ei-
ner im Wesentlichen konstanten Temperatur oder zum Kiihlen des nicht
zu erwarmenden Substrats.

Vorrichtung nach Anspruch 28, dadurch gekennzeichnet, dass die Ein-
richtung wenigstens eine Quelle gekiihlten Gases und wenigstens eine
auf das nicht zu erwérmenden Substrat gerichtete Zuleitung aufweist.
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25

30. Vorrichtung nach Anspruch 28 oder 29, dadurch gekennzeichnet, dass

31.

die Einrichtung einen Kuihlkérper und eine Einrichtung zum Inkontakt-
bringen des nicht zu erwdrmenden Substrats hiermit aufweist.

Vorrichtung nach Anspruch 30, dadurch gekennzeichnet, dass der Kiihi-
kdrper eine wesentlich héhere Warmekapazitat als das nicht zu erwér-
mende Substrat aufweist.



WO 2005/046991 PCT/EP2004/012171

113

Fig. 1

~—t

DR R R RN

[ Ik
4

B
fes N

Fig. 4




WO 2005/046991 PCT/EP2004/012171

213
Fig. 5 6
Y £D /22 /

/ -2
14
s 1
L ndl
1 r =1
I 3—2

S
~ 10
Fig. 6
N Y 1
%—2 4
R 8




WO 2005/046991

PCT/EP2004/012171
3/3
Fig. 7 99 ”
[ /
A 71 _la
= 1
4% -
1—2
O 91— SC
A,
A
<10
Fig. 8
D A/B 3
\
N
A |
= 1
——
—r =
\\
oJ| |0 30
N




INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Intapnational Application No

. CT/EP2004/012171

A._CLASSIFICATION OF SPBJECT MATTER
IPC 7 B32B31/12 G11B7/26 B29C65/48 B29D17/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 B32B G11B B29C B29D

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, whetre practical, search terms used)

EPO~Internal

C. DOCUMENTS CdNSlDEHED TO BE RELEVANT

Category ° | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No.

X WO 98/38042 A (WEA MANUFACTURING, INC) 1-31
3 September 1998 (1998-09-03)
page 2, line 27 - page 3, line 14

A page 5, line 25 - page 6, line 26; figures
4,5
X US 2003/145941 A1l (HANZAWA SHINICHI) 17-31

7 August 2003 (2003-08-07)
paragraphs °0034! - ‘0041!; figures

1,3,4a,4b,4c
A paragraphs ‘0009! - ‘0012! 1-16
X US 6 605 179 B1 (HIGAKI NORIHIDE ET AL) 17-31

12 August 2003 (2003-08-12)

column 14, Tine 35 - column 16, line 30;
figures ba,bb,6a,6b

A column 2, lines 39-59 1-16

Further documents are listed in the continuation of box C. Patent family members are listed in annex.

° Special categories of ciled documents :
paci qories of clled doc s *T* tater document published after the international filing date
or priority date and not in conflict with the application but
cited to understand the principie or theory underlying the
invention

*X* document of particular relevance; the claimed invention
cannot be considered novel or cannot be considered to

*A" document defining the general state of the art which is not
considered to be of particular relevance

*E* earlier document but published on or after the international
filing date

which is cited to establish the publication date of another

citation or other special reason (as specified) Y* document of particular relevance; the claimed invention

*L* document which may throw doubts on priority claim(s) or involve an inventive step when the document is taken alone

cannot be considered to involve an inventive step when the

*0" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or document is combined with one or more other such docu-
other means ments, such combination being obvious to a person skilled
*P* document published prior to the international filing date but in the art.
later than the priority date claimed *&* document member of the same patent family
Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report
7 February 2005 16/02/2005
Name and mailing address of the ISA Authorized officer

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk

Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,

Fax: (+31-70) 340-3016 Golombek, G

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (January 2004)

page 1 of 2



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

" ernational Application No

; - CT/EP2004/012171

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category °

Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages

Relevant to claim No.

A

US 2002/011299 A1 (MIYAMOTO HISAKI ET AL)
31 January 2002 (2002-01-31)

paragraphs °0098! - ‘0103!; figures 16-19
US 5 540 967 A (TOIDE ET AL)

30 July 1996 (1996~07-30)

column 6, 1ine 49 - column 7, line 23;
figures 1-4

US 5 982 740 A (SCHWARTZ ET AL)

9 November 1999 (1999-11-09)

column 5, line 62 — column 6, line 46

US 2001/046644 Al (UKACHI TAKASHI ET AL)
29 November 2001 (2001-11-29)

paragraphs ‘0010!, <0113! - ‘0115!;
figure 1

1-31

1-31

1-31

2-31

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (January 2004)

page 2 of 2




INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

' ernational Application No

E . CT/EP2004/012171

Patent document Publication - Patent family Publication
cited in search report date member(s) date
WO 9838042 A 03-09-1998 US 5932058 A 03-08-1999
AT 231070 T 15-02-2003
AU 723755 B2 07-09-2000
AU 6341398 A 18-09-1998
DE 69810738 D1 20-02-2003
DE 69810738 T2 21-08~2003
EP 0914255 Al 12-05-1999
JP 2000509877 T 02-08-2000
WO 9838042 Al 03-09-1998
US 2003145941 Al 07-08-2003 JP 2003233936 A 22-08-2003
US 6605179 Bl 12-08-2003 JP 2000076710 A 14-03-2000
W 448444 B 01-08-2001
US 2002108715 Al 15-08-2002
US 2002011299 Al 31-01-2002 CN 1216625 A 12-05-1999
DE 69714983 D1 02-10-2002
DE 69714983 T2 28-05-2003
EP 1120781 Al 01-08-2001
EP 0895234 Al 03-02-1999
WO 9740494 Al 30-10-1997
KR 2000010532 A 15-02-2000
us 6309485 B1 30-10-2001
US 2004149380 Al 05-08-2004
US 2001035254 Al 01-11-2001
US 2001035262 Al 01-11-2001
US 5540967 A 30-07-1996  JP 3046138 A 27-02-1991
JP 3058334 A 13-03-1991
DE 69020027 D1 20-07-1995
DE 69020027 T2 09-11-1995
DE 69029278 D1 09-01-1997
DE 69029278 T2 24-04-1997
EP 0390413 A2 03-10-1990
EP 0624870 A2 17-11-1994
JP 2508336 B2 19-06-1996
JP 3254438 A 13-11-1991
KR 9309624 Bl 07-10-1993
KR 9309641 B1 08-10-1993
KR 9402346 Bl 23-03-1994
usS 5318653 A 07-06-1994
US 5982740 A 09-11-1999 AU 7255498 A 24-11-1998
EP 0978122 Al 09-02-2000
Wo 9849681 Al 05-11-1998
US 2001046644 Al 29-11-2001 JP 2000113530 A 21-04-2000
CN 1329743 T 02-01-2002
EP 1138040 Al 04-10-2001
Wo 0021082 Al 13-04-2000
TW 484125 B 21-04-2002

Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (January 2004)




INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

) -+arnationales Aktenzeichen

N CT/EP2004/012171

A.
IPK 7

KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

B32B31/12 G11B7/26 B29C65/48 B29D17/00

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

IPK 7

Recherchierter Mindestpriifstoff (Kiassifikationssystem und Klassifikationssymbole )

B32B G11B B29C B29D

Recherchierte aber nicht zum Mindestpriifstoff gehdrende Verdifentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiele fallen

Wéhrend der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evil. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie®

Bezeichnung der Veroffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr.

WO 98/38042 A (WEA MANUFACTURING, INC)
3. September 1998 (1998-09-03)

Seite 2, Zeile 27 - Seite 3, Zeile 14
Seite 5, Zeile 25 — Seite 6, Zeile 26;
Abbildungen 4,5

US 2003/145941 Al (HANZAWA SHINICHI)

7. August 2003 (2003-08-07)

Absatze €0034! - ‘0041!; Abbildungen
1,3,4a,4b,4c

Absdtze 0009! - “0012!

US 6 605 179 B1 (HIGAKI NORIHIDE ET AL)
12. August 2003 (2003-08-12)

Spalte 14, Zeile 35 - Spalte 16, Zeile 30;
Abbildungen 5a,5b,6a,6b

Spalte 2, Zeilen 39-59

1-31

17-31

1-16
17-31

1-16

Weitere Verdffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu
entnehmen

Siehe Anhang Patentfamilie

° Besondere Kategorien von angegebenen Verdffentlichungen

'A" Verdffentlichung, die den aligemeinen Stand der Technik definiert,
aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

'E* alteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen
Anmeldedatum veréffentlicht worden ist

'L* Verdffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritétsanspruch zweifelhaft er-
scheinen zu lassen, oder durch die das Vergffentiichungsdatum einer
anderen im Recherchenbericht genannten Verdffentlichung belegt werden e
soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie
ausgefihrt)

'0* Verdffentlichung, die sich auf eine miindliche Cffenbarung,
eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maf3nahmen bezieht

"P* Verdffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach
dem beanspruchien Prioritatsdatum veréffentlicht worden ist

*T* Spétere Veroffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum
oder dem Priorititsdatum verdifentlicht worden ist und mit der
Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verstiandnis des der
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden
Theorie angegeben ist

"X* Verbffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erindung
kann allein aufgrund dieser Veréffentlichung nicht als neu oder auf
erfinderischer Téatigkeit beruhend betrachiet werden

Veréffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindun
kann nicht als auf erfinderischer Tétigkeit beruhend betrachtet
werden, wenn die Verdffentlichung mit einer oder mehreren anderen
Verbdffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und
diese Verbindung fir einen Fachmann naheliegend ist

*&* Verdffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

g

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

7. Februar 2005

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

16/02/2005

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehérde

Européisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL — 2280 HV Rijswijk

Bevoliméachtigter Bediensteter

Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Golombek G

Fax: (+31-70) 340~3016

Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 2) {(Januar 2004)

Seite 1 von 2




- rnationales Aktenzeichen

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT F

. ST/EP2004/012171

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie® | Bezeichnung der Verdifentliichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile

Betr. Anspruch Nr.

A US 2002/011299 Al (MIYAMOTO HISAKI ET AL)
31. Januar 2002 (2002-01-31)

Absatze ‘0098! - ‘0103!; Abbildungen 16-19
A UsS 5 540 967 A (TOIDE ET AL)

30. Juli 1996 (1996-07-30)

Spalte 6, Zeile 49 - Spalte 7, Zeile 23;
Abbildungen 1-4

A US 5 982 740 A (SCHWARTZ ET AL)

9. November 1999 (1999-11~-09)

Spalte 5, Zeile 62 - Spalte 6, Zeile 46
A US 2001/046644 A1l (UKACHI TAKASHI ET AL)
29. November 2001 (2001-11-29)

Absatze ‘0010!, €0113! - ‘0115!;
Abbildung 1

1-31

1-31

1-31

2-31

Formblatt PCT/ISA/210 (Fortsetzung von Blatt 2) {Januar 2004)

Seite 2 von 2




INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

~tamnationales Aktenzeichen
CT/EP2004/012171

Im Recherchenbericht Datum der Mitglied(er) der Datum der
angefiihrtes Patentdokument Verdffentlichung Patentfamilie Verd&ffentlichung
WO 9838042 A 03-09-1998 US 5932058 A 03-08-1999
AT 231070 T 15-02-2003
AU 723755 B2 07-09-2000
AU 6341398 A 18-09-1998
DE 69810738 D1 20~-02-2003
DE 69810738 T2 21-08-2003
EP 0914255 Al 12-05-1999
JP 2000509877 T 02-08-2000
Wo 9838042 Al 03-09-1998
US 2003145941 Al 07-08-2003 JP 2003233936 A 22~08-2003
US 6605179 Bl 12-08-2003 JP 2000076710 A 14-03-2000
TW 448444 B 01-08-2001
Us 2002108715 Al 15~08-2002
US 2002011299 Al 31-01-2002 CN 1216625 A 12-05-1999
DE 69714983 D1 02-~10-2002
DE 69714983 T2 28-05-2003
EP 1120781 Al 01-08-2001
EP 0895234 Al 03~02-1999
WO 9740494 Al 30-10-1997
KR 2000010532 A 15-02-2000
UsS 6309485 Bl 30-10-2001
US 2004149380 Al 05-08-2004
US 2001035254 Al 01-11-2001
US 2001035262 Al 01-11-2001
US 5540967 A 30-07-1996  JP 3046138 A 27-02-1991
JP 3058334 A 13-03-1991
DE 69020027 D1 20-07-1995
DE 69020027 T2 09-11-1995
DE 69029278 D1 09-01-1997
DE 69029278 T2 24-04-1997
EP 0390413 A2 03~10-1990
EP 0624870 A2 17-11-1994
JP 2508336 B2 19-06-1996
JP 3254438 A 13-11-1991
KR 9309624 Bl 07-10-1993
KR 9309641 Bl 08-10-1993
KR 9402346 Bl 23-03-1994
us 5318653 A 07-06-1994
US 5982740 A 09-11-1999 AU 7255498 A 24-11-1998
EP 0978122 Al 09-02-2000
Wo 9849681 Al 05-11-1998
US 2001046644 Al 29-11-2001 JP 2000113530 A 21-04-2000
CN 1329743 T 02-01-2002
EP 1138040 Al 04-10-2001
Wo 0021082 Al 13-04-2000
W 484125 B 21-04-2002

Formblatt PCT/ISA/210 (Anhang Patentfamilie) (Januar 2004)




	Abstract
	Bibliographic
	Description
	Claims
	Drawings
	Search_Report

